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以下資料由相互股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：相互股份有限公司 (股票代號：6407)

	輔導推薦證券商
	台新綜合證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	(02)5576-1946 / 王皓正

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購相互股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	台新綜合證券
	富邦綜合證券
	日盛證券

	認購日期
	102年3月25日

	認購股數（股）
	1,300,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.36%
	0.18%
	0.18%

	認購價格
	每股新台幣25元

	認購價格之訂定
依據及方式
	相互公司主要業務為軟硬複合及硬板之單、雙多層印刷電路板之研發、製造及銷售，該公司近年來致力於開發軟硬複合板業務，其軟硬複合板因輕薄及可曲饒特性，符合現今電子產品輕薄特性，因而軟硬複合板營收比重逐年增加，另該公司主力硬板業務持續穩定成長，致使其營收逐年成長，該公司99年度至101年度之營業收入分別為1,634,713仟元、1,885,505仟元及2,287,530仟元，稅後純益分別為7,926仟元、102,993仟元及154,150仟元，營業收入成長率分別為15.34%及21.32%，稅後純益成長率分別為1,199.43%及49.67%。相互公司近年來營運規模逐年成長，屬於穩定成長型之類股族群，故在股價評價方法選擇上，考量帳面價值尚不足以表達成長型股票未來之獲利水準，經評估該公司較不適用股價淨值比法。

目前證券市場之投資機構多採本益比法作為主要之評價基礎，故建議以本益比法作為價格訂定之採用方法應屬較佳之評價模式。故若以100年度經會計師經查核簽證之財務報告之EPS 1.87元為基礎評估，並參考三家採樣同業欣興(3037)、燿華(2367) 、宇環(3276)及上市(櫃)電子零組件業類股最近三個月平均本益比區間12.68~41.42倍估算，相互公司價格區約可介於23.71 ~ 77.42元，綜合考量相互產業前景、獲利能力及公司未來成長潛力，再考量興櫃券商認購折價因素，本次興櫃認購價格25元尚屬合理 。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司介紹】
相互股份有限公司成立於民國79年，成立初期主要從事單面、雙面多層印刷電路板製造，其產品主要供給光學鏡頭及電腦週邊產品，因產品品質優良獲得日本相機大廠及多家印表機大廠長期合作，在經過多年技術累積於民國93年成功開發軟硬複合板並順利正式量產，成為台灣第一家量產軟硬複合板之廠商。相互公司憑藉其專注於光電相關產品之多層HDI、軟硬複合板及HDI軟硬複合板等研發、製造及銷售，奠定其主要競爭優勢，因此獲得多家光學鏡頭及光學相關產品零組件大廠訂單，另公司持續擴增其終端產品線，採以少量多樣方式滿足客戶多樣化的需求，隨著電子產品朝向輕薄的趨勢，相互公司生產之軟硬複合板其可曲饒以及高品質且輕薄之特性，帶給現今消費電子商品更大組裝優勢，達成與客戶相互支援創造多贏局面。
【公司沿革】
79年

相互股份有限公司成立，資本額為新台幣陸佰萬元；主要業務是單面、雙面印刷電路板的製造加工及買賣。

83年

現金增資玖佰萬元，實收資本額達壹仟伍佰萬元；開始開發製造多層印刷電路板產品。

84年

發展軟板、Telfon/BT技術。

86年

現金增資參仟伍佰萬元，實收資本額達伍仟萬元；開發增層法(Build-Up)印刷電路板，最高層數可達二十層，新廠(公司現址)開始擴建。

87年

現金增資伍仟萬元，實收資本額達壹億元；開發製造埋盲孔印刷電路板；新廠(公司現址)擴建完成；主要生產線遷入新廠。

88年

開發3oz-10oz厚銅印刷電路板，通過ISO9002及14001。

89年

現金增資伍仟萬元，盈餘轉增資肆仟萬元，實收資本額達壹億玖仟萬元；開發成功厚銅/金屬鋁基板等產品；5oz厚銅印刷電路板獲美國UL認證；連續十年榮獲Canon優良協力廠商獎；與全球最大散熱基材製造商Bergquist Company 建立策略夥伴關係，共同開發金屬芯機板市場，新廠開始擴建。

90年

現金增資壹億貳仟柒佰陸拾萬元，盈餘轉增資壹仟玖佰萬元，實收資本額達參億參仟陸佰陸拾萬元；開發厚銅薄膜封裝技術，新廠擴建完成。

93年

軟硬複合板正式量產，成為台灣第一家量產軟硬複合板之廠商。

95年

辦理盈餘轉增資柒仟參佰肆拾萬元，實收資本額達肆億壹仟萬元。 
與大陸常熟東南開發區簽訂投資協議，計劃投資壹仟伍佰萬美元成立大陸生產基地－常熟東南相互電子有限公司，確立兩岸分工之模式。大陸常熟一廠於第三季動土興建。

96年

為因應常熟一廠建廠之需，增資辦理現金增資壹億肆仟萬元，實收資本額達伍億伍仟萬元。

97年

常熟一廠於第二季正式完工量產。

98年

開發埋入式印刷電路板之技術，將被動元件埋入印刷電路內。

101年

大陸常熟二廠於3月分動土興建，預計102年下半年量產。

大股東日商亞克株式會社因公司策略規劃於8月間出售其所有持股予特定人。
【經營理念】
相互公司以「相互」一詞為經營中心思想，秉持著「堅信品質始於腳踏實地；相互互相共創多贏」之經營理念，與客戶相互支援，與供應商、員工相互扶持，相互提攜，共創客戶、供應商、公司與員工間多贏局面。
【未來展望】
在面對未來國際間激烈的競爭，相互公司將持續發揚「相互」之經營理念，不斷提升製程技術，持續提升與客戶的合作關係，提升客戶滿意度、共同開發新世代產品及技術，及時掌握市場機會、確保滿足客戶需求，對於未來業務計畫： 
(1)短期計畫： 

A.提高良率、品質、生產週期與降低成本以增加客戶滿意度。

B.推動低碳、低損耗技術開發速度及新製程開發。

C.落實關鍵人才培育計劃。

D.整合資源，組織精實，增進營運效益。

E.推動低碳及綠色環保政策，善盡企業社會責任。

(2)長期計畫： 

A.產品行銷策略

(1)快速因應市場與產品變化，提供客戶高附加價值服務。

(2)強化產品品質，增進客戶夥伴關係。

B.生產政策

(1)整合公司資源，強化部門間分工合作。

(2)持續推動組織精簡、各項流程改善，增進營運效益。

C.產品發展方向

(1)專注研發創新，取得及開發先進技術。

(2)專注高附加價值之產品生產及研發。

D.經營管理方面

(1)強化關鍵核心團隊，提升公司競爭力。

(2)落實環保及工安，善盡社會責任。


	主要業務項目：

本公司主要係從事軟硬複合及硬板之單、雙、多層印刷電路板之研發、製造及銷售。 

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
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	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一(101)年度
營收金額(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	硬板
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	主要終端應用為CIS、NB- CAM及手機、平板、遊戲機等主配板及鏡頭模組。
	1,529,899
	66.88%



	軟硬複合板
	[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



	主要終端應用為手機,平板,遊戲機用鏡頭模組,NB- CAM及藍芽耳機等。
	756,266
	33.06%

	其他
	
	原物料銷售及加工收入
	1,365
	0.06%

	合     計
	2,287,530(註)
	100.00%


註：係自結數字。
	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年

(註)
	102年截至2月份止(註)

	營業收入
	1,476,567
	1,378,263
	1,634,713
	1,885,505
	2,287,530
	285,295

	營業毛利
	114,329
	94,087
	62,450
	243,076
	327,597
	33,229

	毛利率(%)
	7.74
	6.83
	3.82
	12.89
	14.32
	11.65

	營業外收入
	64,739
	101,128
	91,493
	83,536
	88,539
	12,226

	營業外支出
	74,869
	22,988
	31,847
	50,888
	37,839
	10,351

	稅前損益
	24,598
	60,157
	4,385
	124,838
	203,020
	10,338

	稅後損益
	10,662
	32,500
	7,926
	102,993
	154,150
	10,338

	每股盈餘（元）
	0.19
	0.59
	0.14
	1.87
	2.86
	0.20

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	1.00
	-
	-
	未決議分配數
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	
	-


(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。 
	最近五年度簡明資產負債表

         單位：新台幣仟元

	年度

項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年

(註)

	流動資產
	740,418
	493,218
	534,656
	883,551
	1,013,160

	基金及長期投資
	579,911
	611,638
	664,824
	703,478
	739,170

	固定資產
	287,802
	280,966
	315,373
	343,770
	367,091

	無形資產
	-
	1,993
	1,764
	2,657
	6,507

	其他資產
	3,025
	2,684
	2,087
	2,089
	9,203

	資產總額
	1,611,156
	1,390,499
	1,518,704
	1,935,545
	2,135,131

	流動

負債
	分配前
	826,367
	590,805
	776,466
	1,021,099
	1,138,286

	
	分配後
	826,367
	645,805
	776,466
	1,021,099
	未決議分配數

	長期負債
	17,756
	2,222
	31,944
	33,895
	16,072

	其他負債
	9,112
	18,195
	10,074
	35,052
	42,586

	負債

總額
	分配前
	853,234
	611,222
	818,484
	1,090,046
	1,196,973

	
	分配後
	853,234
	666,222
	818,484
	1,090,046
	未決議分配數

	股本
	550,000
	550,000
	550,000
	550,000
	550,000

	資本公積
	109,412
	109,412
	109,412
	109,412
	107,628

	保留

盈餘
	分配前
	71,730
	104,230
	57,156
	160,149
	314,299

	
	分配後
	71,730
	492,230
	57,156
	160,149
	未決議分配數

	長期股權投資

未實現跌價損失
	-
	-
	-
	(2,289)
	10,025

	累積換算調整數
	26, 779
	15,635
	(16,348)
	28,227
	5,706

	庫藏股
	-
	-
	-
	-
	(49,500)

	股東權益總額
	分配前
	757,922
	779,277
	700,220
	845,499
	938,158

	
	分配後
	757,922
	724,277
	700,220
	845,499
	未決議分配數


(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	99年
	100年
	101年
(註)

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	3.82 
	12.89 
	14.32

	
	流動比率(%)
	68.86
	86.53
	89.01

	
	應收帳款天數(天)
	54
	78
	90

	
	存貨週轉天數(天)
	38
	43
	40

	
	負債比率(%)
	53.89
	56.32
	56.06


(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。                                                                          [image: image8.png]



公司概況資料表





 



































曝光機、鑽孔機、


電鍍設備








相互公司


（軟硬複合板、硬板）











消費性電子產品








乾膜、銅球、金鹽、


環氧樹酯











基板、銅箔、


軟性銅箔

















PAGE  
2

